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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インクを吐出して記録を行なう複数の記録素子で構成される記録素子アレイと前記複数
の記録素子を駆動する複数の駆動素子で構成される駆動素子アレイとを有するインクジェ
ット記録ヘッドに用いられる、矩形形状のヘッド基板であって、
　前記ヘッド基板の長辺方向に沿って予め定められた長さを有する矩形形状の複数のイン
ク供給口と、
　前記複数のインク供給口それぞれの少なくとも一方の側に設けられた、前記記録素子ア
レイと前記駆動素子アレイとを備えた複数の素子アレイと、
　前記ヘッド基板の前記長辺方向に沿って配され、前記複数の素子アレイに信号を送信す
る信号線とを有し、
　前記複数のインク供給口から前記ヘッド基板の長辺に向かって、前記素子アレイ、前記
信号線の順に配列され、
　前記インク供給口と該インク供給口に対応する前記素子アレイとの組が複数、前記ヘッ
ド基板の長辺方向に千鳥状に配列され、
　前記千鳥状に配列された複数の素子アレイの内、前記信号線の側に寄って１つ置きに配
置された素子アレイの間であって、かつ、前記千鳥状に配列された複数の素子アレイの内
、前記信号線の側から離れて配置された素子アレイと前記信号線との間の領域に、隣接し
た２つの前記素子アレイに接続された構成要素が設けられていることを特徴とするヘッド
基板。
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【請求項２】
　前記構成要素は外部との接続に用いる２つのパッドを含み、
　前記２つのパッドの内、１つは前記記録素子アレイに対して電力を供給するための電源
パッドであり、もう１つは前記記録素子アレイに対して供給された電力が帰還するための
グランドパッドであることを特徴とする請求項１に記載のヘッド基板。
【請求項３】
　前記電源パッドと前記グランドパッドはそれぞれ、共通に前記隣接した２つの素子アレ
イに接続されることを特徴とする請求項２に記載のヘッド基板。
【請求項４】
　前記電源パッドが接続される隣接した２つの素子アレイの内の１つの素子アレイと、前
記グランドパッドが接続される隣接した２つの素子アレイの内の１つの素子アレイとは、
共通であることを特徴とする請求項２又は３に記載のヘッド基板。
【請求項５】
　前記電源パッドと前記グランドパッドとは前記複数の素子アレイが備えられる面とは反
対側の面に備えられ、前記ヘッド基板を貫通する穴を介して前記複数の素子アレイへの電
気的接続を行うことを特徴とする請求項２乃至４のいずれか１項に記載のヘッド基板。
【請求項６】
　前記複数の素子アレイに送信される信号の電圧を前記複数の駆動素子を駆動させる電圧
に変換する電圧変換回路をさらに有し、
　前記構成要素は、前記電圧変換回路に供給するための電圧を発生するＶＨＴバッファを
含むことを特徴とする請求項１に記載のヘッド基板。
【請求項７】
　前記ヘッド基板の長辺方向の端部には、
　前記記録素子を駆動するための記録データと制御信号とを入力する入力パッドと、
　前記入力パッドにより入力される記録データと制御信号とに基づいて前記複数の駆動素
子とを駆動し制御する制御回路とが備えられ、
　前記記録データと前記制御信号は前記信号線により供給されることを特徴とする請求項
１乃至６のいずれか１項に記載のヘッド基板。
【請求項８】
　前記入力パッドは前記ヘッド基板の長辺方向の両端に備えられ、
　前記両端の内の一端に備えられた入力パッドより記録データが入力され、
　前記両端の内の他端に備えられた入力パッドより制御信号が入力されることを特徴とす
る請求項７に記載のヘッド基板。
【請求項９】
　前記制御回路は、
　前記入力パッドより入力された記録データを一時的に格納するシフトレジスタと、
　前記シフトレジスタに格納された記録データをラッチして記録データ信号を出力するラ
ッチ回路と、
　前記入力パッドより入力された制御信号を入力して前記複数の記録素子を選択して駆動
するための信号を生成するデコーダとを含むことを特徴とする請求項７又は８に記載のヘ
ッド基板。
【請求項１０】
　前記シフトレジスタとラッチ回路とは前記記録データが入力される入力パッドが備えら
れる側に設けられ、
　前記デコーダは前記制御信号が入力される入力パッドが備えられる側に設けられること
を特徴とする請求項９に記載のヘッド基板。
【請求項１１】
　前記素子アレイは、前記複数のインク供給口それぞれの両側に設けられることを特徴と
する請求項１乃至１０のいずれか１項に記載のヘッド基板。
【請求項１２】
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　前記複数の記録素子それぞれはインクを吐出するために利用される熱エネルギーを発生
する電気熱変換素子であることを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１項に記載のヘ
ッド基板。
【請求項１３】
　請求項１乃至１２のいずれか１項に記載のヘッド基板を用いた記録ヘッド。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の記録ヘッドと、該記録ヘッドに供給するためのインクを収容したイ
ンクタンクとを一体化したヘッドカートリッジ。
【請求項１５】
　請求項１３に記載の記録ヘッド又は請求項１４に記載のヘッドカートリッジを搭載した
記録装置。
【請求項１６】
　液体を吐出して記録を行う複数の記録素子が配列された記録素子アレイと前記記録素子
アレイを駆動する駆動素子が配列された駆動素子アレイとを備えた素子アレイが、所定方
向に沿って千鳥状に配置された複数の前記素子アレイと、
　前記複数の素子アレイの一方の側に配置され、前記所定方向に沿って延び、前記複数の
記録素子に液体を供給する供給口とを有し、
　外部と接続され、前記素子アレイに電力を供給するため電源パッドと、外部と接続され
、前記素子アレイに供給された電力が帰還するためのグランドパッドとが、前記千鳥状に
配置された前記複数の素子アレイの内、前記複数の素子アレイの前記一方の側とは反対側
にずれて配置された複数の素子アレイにより前記所定の方向に関して挟まれる位置に設け
られていることを特徴とするヘッド基板。
【請求項１７】
　前記電源パッドと前記グランドパッドとは、前記電源パッドと前記グランドパッドを挟
む前記複数の素子アレイの間に配置された前記素子アレイに接続されていることを特徴と
する請求項１６に記載のヘッド基板。
【請求項１８】
　液体を吐出して記録を行う複数の記録素子が配列された記録素子アレイと前記記録素子
アレイを駆動する駆動素子が配列された駆動素子アレイとを備えた素子アレイが、所定方
向に沿って千鳥状に配置された複数の前記素子アレイと、
　前記複数の素子アレイの一方の側に配置され、前記所定方向に沿って延び、前記複数の
記録素子に液体を供給する供給口と、
　前記複数の素子アレイに送信される信号の電圧を前記複数の駆動素子を駆動させる電圧
に変換する電圧変換回路とを有し、
　前記電圧変換回路に供給するための電圧を発生するＶＨＴバッファの回路が占める領域
の少なくとも一部が、前記千鳥状に配置された前記複数の素子アレイの内、前記複数の素
子アレイの前記一方の側とは反対側にずれて配置された複数の素子アレイにより前記所定
の方向に関して挟まれる位置に設けられていることを特徴とするヘッド基板。
【請求項１９】
　請求項１６乃至請求項１８のいずれか１項に記載のヘッド基板を用いた記録ヘッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はヘッド基板、記録ヘッド、ヘッドカートリッジ、及び記録装置に関する。本発
明は、特に、例えば、記録に必要な熱エネルギーを発生する電気熱変換素子とそれを駆動
する駆動回路を同一基板上に形成したヘッド基板、そのヘッド基板を用いた記録ヘッド、
その記録ヘッドを用いたヘッドカートリッジ、及び記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のインクジェット記録装置に搭載される記録ヘッドの記録素子としての電気熱変換
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素子（ヒータ）とその駆動回路は、例えば、特許文献１に示されているように半導体プロ
セス技術を用いて同一基板上に形成されている。また、インクを供給するためのインク供
給口を基板上に設けそれに近接して相対する位置にヒータを配列した形態の基板が既に提
案されている。
【０００３】
　図６は従来のインクジェット記録ヘッドに用いられるヘッド基板のレイアウト構成を示
す図である。なおこのような記録ヘッドの駆動方法として、時分割駆動が実用化されてい
る。時分割駆動はヒータを同時に駆動可能な最大消費電力に上限があることから、複数の
ヒータをＮ個のヒータからなるＭ個のヒータブロックに分割し、ヒータブロック毎にＮ個
ずつのヒータを同時に駆動させる方式である。
【０００４】
　図６において、１００は記録素子としてのヒータとヒータを駆動する駆動回路を半導体
プロセス技術により一体形成した基板である。１０１はヒータや駆動素子としてのドライ
バトランジスタなどを複数個配列したヒータアレイ（記録素子アレイ）、ドライバアレイ
（駆動素子アレイ）を含むヒータ＆ドライバアレイ、１０２は基板裏面よりインクを供給
するためのインク供給口である。また、１０３は記録データを一時的に格納するためのシ
フトレジスタ（Ｓ／Ｒ）、１０４はシフトレジスタ（Ｓ／Ｒ）１０３に格納された記録デ
ータを記録データ信号として出力するラッチ回路である。さらに、１０５はヒータ＆ドラ
イバアレイ１０１の所望のヒータブロックを駆動するために選択するデコーダ、１０６は
シフトレジスタ１０３とデコーダ１０５にデジタル信号を入力するためのバッファ回路を
含む入力回路ブロックである。なお、デコーダには制御信号として、ブロックを選択する
ための信号が入力される。またさらに、１０７はシフトレジスタ１０３とデコーダ１０５
からヒータ＆ドライバアレイ１０１中の個々のセグメントを選択する信号を送信する信号
線、１１０は電気信号を基板外部との間で入出力するための入力パッドと出力パッドであ
る。また、シフトレジスタ、ラッチ回路、デコーダなどを含めて制御回路と総称すること
もある。さらに、図６から分かるように、入力パッド１１０はヘッド基板の長辺方向の両
端に設けられている。さらに詳細にいうと、図６ではシフトレジスタ１０３がヘッド基板
の長辺方向の左側の端部に設けられ、デコーダ１０５がヘッド基板の長辺方向の右側の端
部に設けられている。従って、入力パッド１１０の内、ヘッド基板の長辺方向の一端に設
けられたものより記録データがシフトレジスタ１０３に対して入力され、他端に設けられ
たものより制御信号がデコーダ１０５に対して入力される。
【０００５】
　図７は図６に示したヘッド基板に実装されるインクを吐出するためのヒータを駆動する
ヒータ＆ドライバアレイ１０１の１セグメント分の等価回路を示す図である。
【０００６】
　図６に示すようなヘッド基板のレイアウトは、ヘッド基板１００における長辺方向の端
部に、接続パッド１１０、入力回路ブロック１０６、デコーダ１０５、シフトレジスタ１
０３及びラッチ回路１０４を設ける構成としている。このようなレイアウト構成のため、
信号線１０７はヘッド基板１００の長辺方向に沿って配線される。
【０００７】
　図７において、２０１は２つの入力信号の論理積を演算するＡＮＤ回路である。この回
路はデコーダ１０５から送られるブロック分割されたヒータブロックを選択するためのブ
ロック選択信号とラッチ回路１０４から出力された記録データ信号とを入力する。この演
算結果により選択的に各セグメントをオンさせることができる。また、２０２はＡＮＤ回
路２０１の出力をバッファするためのインバータ回路、２０３はインバータ回路２０２の
電源となるＶＤＤ電源ライン、２０４はインバータ回路２０２のバッファ出力をバッファ
するインバータ回路である。さらに、２０５はヒータ駆動用電源となるＶＨ電源ライン、
２０６はヒータ（Ｈｅａｔｅｒ）、２０７はヒータ２０６に電流を供給するドライバトラ
ンジスタである。またさらに、２０８はバッファとして機能するインバータ回路２０４に
供給され、ドライバトランジスタ２０７のゲート電圧を供給するための電源となるＶＨＴ
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Ｍ電源ラインである。また、２０９はＡＮＤ回路２０１からの出力信号の電圧をドライバ
トランジスタ２０７を駆動する電圧（ＶＨＴＭ）にまで変換するための電圧変換回路であ
る。２０９内部にはＶＨＴＭ電圧に変換するレベル変換部２１０がある。
【０００８】
　図８は記録データを一時的に格納するシフトレジスタ１０３とラッチ回路１０４の１ビ
ット分に相当する回路の等価回路図である。
【０００９】
　図８によれば、記録データ（ＤＡＴＡ）がクロック（ＣＬＫ）に同期してシフトレジス
タに入力され、その入力された記録データはラッチ信号（ＬＴ）によりラッチされ、ラッ
チ回路から記録データ信号が出力される。また、ヒートイネーブル信号（ＨＥ）が入力さ
れると、そのヒートイネーブル信号がオンとなっている期間、ラッチ回路から記録データ
信号が前述したＡＮＤ回路２０１へと出力される。
【００１０】
　図９はシフトレジスタ１０３に記録データを入力しヒータ２０６に電流を供給して駆動
するまでの一連の動作を説明するためのタイミングチャートである。
【００１１】
　図９によれば、クロックパッド（不図示）に入力されたクロック信号（ＣＬＫ）に同期
して記録データがデータパッド（不図示）に供給される。シフトレジスタ１０３は記録デ
ータを一時的に格納する。そして、ラッチパッド（不図示）に印加されるラッチ信号（Ｌ
Ｔ）によりラッチ回路１０４が記録データ信号を出力する。その後、所望のブロックに分
割されたヒータブロックを選択するためのブロック選択信号とラッチ信号（ＬＴ）に応じ
てラッチ回路より出力された記録データ信号との論理積が演算される。そして、その演算
結果と電流駆動時間を直接決定するヒートイネーブル信号（ＨＥ）に同期してヒータ電流
（ＶＨ電流）が流れる。
【００１２】
　この一連の動作がブロック毎に繰り返して記録が行なわれる。
【００１３】
　図１０は図６に示したヘッド基板の中の電力供給配線の接続を示す図である。
【００１４】
　図１０において、１３０、１３２、１３４、１３６は夫々ヒータに電力を供給するため
の電源パッド（ＶＨ）、１３１、１３３、１３５、１３７は夫々、上記の電源パッドに対
応するグランドパッド（ＧＮＤ）である。また、１４０、１４１は夫々、電源パッド（Ｖ
Ｈ）からの電力を各ブロック毎に独立に供給するために分割された配線と、その電力がグ
ランドパッド（ＧＮＤ）に帰還するために分割された配線を示している。これらの配線を
夫々、ＶＨ電源配線、ＧＮＤ配線と呼ぶ。
【００１５】
　ここで、ヘッド基板上に配設されたヒータ及びドライバトランジスタを含むセグメント
はＡ～Ｐまでの１６グループに分割されており、各グループに対して独立に電力の供給と
帰還が行なわれる構成になっている。これは各グループに接続されたＶＨ電源配線および
ＧＮＤ配線の配線抵抗を均一にして電力損失を一定の値に保つことを目的に行なわれるも
ので、各配線は同一の抵抗値を持つようにその幅が調整されている。
【００１６】
　また、インク供給口列を千鳥状に配置したようなヘッド基板については、例えば、特許
文献２において提案されている。
【特許文献１】特開平５－１８５５９４号公報
【特許文献２】特開２００６－８８６４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　しかしながら、図１０に示したような電力供給配線の接続方式ではチップの長辺の長さ
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が長くなるにつれて配線長が比例して長くなる。加えて、グループ分割数が多くなると個
々のグループに独立に接続された配線の幅が狭くなるため総じて配線抵抗が増大する傾向
にある。配線抵抗の増大は本来ヒータで消費されるべき電力を配線部分でもある割合で消
費してしまい、いわゆる電力損失が発生する。電力損失を補うために元の電源電圧を上げ
るとヒータの耐久寿命に悪影響を及ぼすことになるばかりでなく、配線での電力消費に伴
う発熱が記録ヘッド自体の昇温につながりインクの吐出特性に悪影響を及ぼすことになっ
てしまう。
【００１８】
　また、インク供給口列を千鳥状に配置したようなヘッド基板に関しても、そのヘッド基
板にどのように回路を配置するのかについての具体的なレイアウト構成は開示されておら
ず、限られた面積のヘッド基板を有効に利用する回路配置が望まれている。
【００１９】
　本発明は上記従来例に鑑みてなされたもので、インク供給口を千鳥配置したヘッド基板
の空き領域を有効に活用してレイアウト効率を高め、電力損失を低減し、基板面積の削減
を図ったヘッド基板を提供することを目的としている。また、そのヘッド基板を用いた記
録ヘッド、ヘッドカートリッジ、及び記録装置を提供することも目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　上記目的を達成するために本発明のヘッド基板は、以下のような構成からなる。
【００２１】
　即ち、インクを吐出して記録を行なう複数の記録素子で構成される記録素子アレイと前
記複数の記録素子を駆動する複数の駆動素子で構成される駆動素子アレイとを有するイン
クジェット記録ヘッドに用いられる、矩形形状のヘッド基板であって、前記ヘッド基板の
長辺方向に沿って予め定められた長さを有する矩形形状の複数のインク供給口と、前記複
数のインク供給口それぞれの少なくとも一方の側に設けられた、前記記録素子アレイと前
記駆動素子アレイとを備えた複数の素子アレイと、前記ヘッド基板の前記長辺方向に沿っ
て配され、前記複数の素子アレイに信号を送信する信号線とを有し、前記複数のインク供
給口から前記ヘッド基板の長辺に向かって、前記素子アレイ、前記信号線の順に配列され
、前記インク供給口と該インク供給口に対応する前記素子アレイとの組が複数、前記ヘッ
ド基板の長辺方向に千鳥状に配列され、前記千鳥状に配列された複数の素子アレイの内、
前記信号線の側に寄って１つ置きに配置された素子アレイの間であって、かつ、前記千鳥
状に配列された複数の素子アレイの内、前記信号線の側から離れて配置された素子アレイ
と前記信号線との間の領域に、隣接した２つの前記素子アレイに接続された構成要素が設
けられていることを特徴とする。
【００２２】
　また他の発明によれば、上記構成のヘッド基板を用いた記録ヘッドを備える。
【００２３】
　さらに他の発明によれば、上記記録ヘッドとその記録ヘッドに供給するインクを収容し
たインクタンクとを一体化したヘッドカートリッジを備える。
【００２４】
　またさらに他の発明によれば、上記記録ヘッド又はヘッドカートリッジを搭載した記録
装置を備える。
【発明の効果】
【００２５】
　従って本発明によれば、インク供給口とそれに対応する素子アレイとを千鳥配置した場
合に生じる領域に電力供給のためのパッドを配置しそれに隣接する素子アレイに電力を供
給する。これにより、その領域を有効に活用するとともに、そのパッドと素子アレイ間の
距離が短くなるので、電力供給のための配線抵抗を抑えられ電力損失を低減することがで
きる。
【００２６】



(7) JP 5184869 B2 2013.4.17

10

20

30

40

50

　また、従来は空き領域であった場所が有効に利用されるので、ヘッド基板を効率的に利
用でき、ヘッド基板の小型化に貢献する。
【００２７】
　さらに、電源配線を太くする必要がないので、これにより、そのレイアウト面積を削減
することができ、ヘッド基板の小型化に貢献する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下添付図面を参照して本発明の好適な実施例について、さらに具体的かつ詳細に説明
する。なお、既に説明した部分には同一符号を付し重複説明を省略する。
【００２９】
　なお、この明細書において、「記録」（「プリント」という場合もある）とは、文字、
図形等有意の情報を形成する場合のみならず、有意無意を問わない。また人間が視覚で知
覚し得るように顕在化したものであるか否かを問わず、広く記録媒体上に画像、模様、パ
ターン等を形成する、または媒体の加工を行う場合も表すものとする。
【００３０】
　また、「記録媒体」とは、一般的な記録装置で用いられる紙のみならず、広く、布、プ
ラスチック・フィルム、金属板、ガラス、セラミックス、木材、皮革等、インクを受容可
能なものも表すものとする。
【００３１】
　さらに、「インク」（「液体」と言う場合もある）とは、上記「記録（プリント）」の
定義と同様広く解釈されるべきものである。従って、記録媒体上に付与されることによっ
て、画像、模様、パターン等の形成または記録媒体の加工、或いはインクの処理（例えば
記録媒体に付与されるインク中の色剤の凝固または不溶化）に供され得る液体を表すもの
とする。
【００３２】
　またさらに、「ノズル」（「記録素子」、「記録要素」という場合もある）とは、特に
ことわらない限り吐出口ないしこれに連通する液路およびインク吐出に利用されるエネル
ギーを発生する素子を総括して言うものとする。
【００３３】
　以下に用いる記録ヘッド用基板（ヘッド基板）とは、シリコン半導体からなる単なる基
体を指し示すものではなく、その基板上に各素子や配線等が設けられた構成を指し示すも
のである。
【００３４】
　さらに、基板上とは、単に素子基板の上を指し示すだけでなく、素子基板の表面、表面
近傍の素子基板内部側をも示すものである。また、本発明でいう「作り込み」とは、別体
の各素子を単に基体表面上に別体として配置することを指し示している言葉ではなく、各
素子を半導体回路の製造工程等によって素子板上に一体的に形成、製造することを示すも
のである。
【００３５】
　＜インクジェット記録装置の説明（図１）＞
　図１は本発明の代表的な実施例であるインクジェット記録装置１の構成の概要を示す外
観斜視図である。
【００３６】
　図１に示すように、インクジェット記録装置（以下、記録装置という）は、インクジェ
ット方式に従ってインクを吐出して記録を行なう記録ヘッド３をキャリッジ２に搭載して
いる。キャリッジ２には、キャリッジモータＭ１によって発生する駆動力を伝達機構４よ
り伝え、キャリッジ２を矢印Ａ方向に往復移動させる。記録時には、例えば、記録紙など
の記録媒体Ｐを給紙機構５を介して給紙し、記録位置まで搬送し、その記録位置において
記録ヘッド３から記録媒体Ｐにインクを吐出することで記録を行なう。
【００３７】
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　また、記録ヘッド３の状態を良好に維持するためにキャリッジ２を回復装置１０の位置
まで移動させ、間欠的に記録ヘッド３の吐出回復処理を行う。
【００３８】
　記録装置１のキャリッジ２には記録ヘッド３を搭載するのみならず、記録ヘッド３に供
給するインクを貯留するインクカートリッジ６を装着する。インクカートリッジ６はキャ
リッジ２に対して着脱自在になっている。
【００３９】
　図１に示した記録装置１はカラー記録が可能であり、そのためにキャリッジ２にはマゼ
ンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、イエロ（Ｙ）、ブラック（Ｋ）のインクを夫々、収容した４
つのインクカートリッジを搭載している。これら４つのインクカートリッジは夫々独立に
着脱可能である。
【００４０】
　さて、キャリッジ２と記録ヘッド３とは、両部材の接合面が適正に接触されて所要の電
気的接続を達成維持できるようになっている。記録ヘッド３は、記録データに応じてエネ
ルギーを印加することにより、複数の吐出口からインクを選択的に吐出して記録する。特
に、この実施例の記録ヘッド３は、熱エネルギーを利用してインクを吐出するインクジェ
ット方式を採用している。このため、記録ヘッド３には熱エネルギーを発生するために電
気熱変換体を備えている。その電気熱変換体に印加される電気エネルギーが熱エネルギー
へと変換され、その熱エネルギーをインクに与えることにより生じる膜沸騰による気泡の
成長、収縮によって生じる圧力変化を利用して、吐出口よりインクを吐出させる。この電
気熱変換体は各吐出口のそれぞれに対応して設けられ、記録データに応じて対応する電気
熱変換体にパルス電圧を印加することによって対応する吐出口からインクを吐出する。
【００４１】
　図１に示されているように、キャリッジ２はキャリッジモータＭ１の駆動力を伝達する
伝達機構４の駆動ベルト７の一部に連結されており、ガイドシャフト１３に沿って矢印Ａ
方向に摺動自在に案内支持されるようになっている。従って、キャリッジ２は、キャリッ
ジモータＭ１の正転及び逆転によってガイドシャフト１３に沿って往復移動する。
【００４２】
　また、記録装置１には、記録ヘッド３の吐出口（不図示）が形成された吐出口面に対向
してプラテン（不図示）が設けられている。そして、キャリッジモータＭ１の駆動力によ
って記録ヘッド３を搭載したキャリッジ２が往復移動されると同時に、記録ヘッド３に記
録データを与えてインクを吐出することによって、プラテン上に搬送された記録媒体Ｐの
全幅にわたって記録が行われる。
【００４３】
　＜インクジェット記録装置の制御構成（図２）＞
　図２は図１に示した記録装置の制御構成を示すブロック図である。
【００４４】
　図２に示すように、コントローラ６００は、ＭＰＵ６０１、ＲＯＭ６０２、特殊用途集
積回路（ＡＳＩＣ）６０３、ＲＡＭ６０４、システムバス６０５、Ａ／Ｄ変換器６０６な
どで構成される。ここで、ＲＯＭ６０２は後述する制御シーケンスに対応したプログラム
、所要のテーブル、その他の固定データを格納する。ＡＳＩＣ６０３は、キャリッジモー
タＭ１の制御、搬送モータＭ２の制御、及び、記録ヘッド３の制御のための制御信号を生
成する。ＲＡＭ６０４は、記録データの展開領域やプログラム実行のための作業用領域等
として用いられる。システムバス６０５は、ＭＰＵ６０１、ＡＳＩＣ６０３、ＲＡＭ６０
４を相互に接続してデータの授受を行う。
【００４５】
　また、図２において、６１０は記録データの供給源となるコンピュータ（或いは、画像
読取り用のリーダやデジタルカメラなど）でありホスト装置と総称される。ホスト装置６
１０と記録装置１との間ではインタフェース（Ｉ／Ｆ）６１１を介して記録データ、コマ
ンド、ステータス信号等を送受信する。
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【００４６】
　さらに、６４０はキャリッジ２を矢印Ａ方向に往復走査させるためのキャリッジモータ
Ｍ１を駆動させるキャリッジモータドライバ、６４２は記録媒体Ｐを搬送するための搬送
モータＭ２を駆動させる搬送モータドライバである。
【００４７】
　ＡＳＩＣ６０３は、記録ヘッド３による記録走査の際に、ＲＡＭ６０４の記憶領域に直
接アクセスしながら記録ヘッドに対して記録素子（吐出用のヒータ）の記録データ（ＤＡ
ＴＡ）を転送する。
【００４８】
　なお、図１に示す構成は、インクカートリッジ６と記録ヘッド３とが分離可能な構成で
あるが、これらが一体的に形成されて交換可能なヘッドカートリッジを構成しても良い。
【００４９】
　図３は、インクタンクと記録ヘッドとが一体化して形成されたヘッドカートリッジＩＪ
Ｃの構成を示す外観斜視図である。図３において、点線ＫはインクタンクＩＴと記録ヘッ
ドＩＪＨの境界線である。ヘッドカートリッジＩＪＣにはこれがキャリッジ２に搭載され
たときには、キャリッジ２側から供給される電気信号を受け取るための電極（不図示）が
設けられており、この電気信号によって、前述のように記録ヘッドＩＪＨが駆動されてイ
ンクが吐出される。
【００５０】
　なお、図３において、５００はインク吐出口列である。また、インクタンクＩＴにはイ
ンクを保持するために繊維質状もしくは多孔質状のインク吸収体が設けられている。
【００５１】
　図３Ａは記録ヘッド３のインク吐出面を示す平面図である。
【００５２】
　なお、図３Ａは１つのインクを吐出する構成を示したものであるが、複数のインクを吐
出する構成は図３Ａに示すのと同様の構成がキャリッジ移動方向にインクの数に合わせて
複数並ぶ構成となる。
【００５３】
　図３Ａに示すように、記録ヘッド３にはその長辺方向に沿ってインク供給口４５が一定
間隔で複数配列された２つのインク供給口列３１、３２が互いに平行に設けられている。
また、各インク供給口４５の両側には一定のピッチでインク吐出口４３が設けられている
。そして、各インク吐出口に関し、記録ヘッド３の短辺方向に関して記録ヘッドの内側に
位置するインク吐出口が第１の吐出口列３０を形成する。一方、各インク吐出口に関し、
記録ヘッド３の短辺方向に関して記録ヘッドの外側に位置するインク吐出口が第２の吐出
口列３１を形成する。
【００５４】
　なお、図３Ａでは、第１の吐出口列３０は直線状に見えるが、必ずしも第１の吐出口列
を構成するインク吐出口が直線状に形成される必要はない。インク供給口列３１、３２の
記録ヘッド３の短辺方向に関する間隔の大小により、第１の吐出口列を構成するインク吐
出口はインク供給口単位で千鳥配列となる。
【００５５】
　このように、この実施例に従う記録ヘッド３のインク供給口は千鳥配列となっている。
また、インク吐出口はそのインク供給口の両側に設けられるので、そのインク吐出口もイ
ンク供給口単位で千鳥配列となる。
【００５６】
　＜ヘッド基板のレイアウト構成＞
　次に、以上の構成の記録装置に搭載する記録ヘッドに組み込まれるヘッド基板のレイア
ウト構成について説明する。
【００５７】
　最初に比較のための例として、矩形形状のヘッド基板のレイアウト構成の一例について
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説明する。
【００５８】
　図１１は比較例としてのヘッド基板のレイアウト構成を示す図である。
【００５９】
　このレイアウト構成によれば、ヘッド基板の長辺方向の端部に、外部との電気的接続を
行うためのパッド１１０、入力回路ブロック１０６、シフトレジスタ１０３、ラッチ回路
１０４、デコーダ１０５などを配置する。このような構成を採用することで、ヘッド基板
の大きさが短辺方向に増大することを抑えることができる。さらに、シフトレジスタ及び
ラッチ回路からの信号線及び、デコーダからの信号線はヘッド基板の長辺方向に沿って配
される。
【００６０】
　図１１に示す例では、インク供給口１０２がグループ毎に分割されておりかつ互いにオ
フセットした位置に配置される（これを千鳥配列という）ことを特徴とする。これは特に
基板の厚さを薄くする必要がある場合やチップの幅が非常に細くなった場合などに採用さ
れる構成であり、主にヘッド基板の機械的強度を強化することを目的としている。これに
対して、複数のヒータ（ヒータアレイ）及び複数のドライバトランジスタ（ドライバアレ
イ）を含むセグメントのグループ（素子アレイ）は、必ずしも千鳥配置する必要はない。
むしろ、配線やヘッド基板内に形成する拡散層の配置の観点からは図６に示した様にチッ
プの長辺方向と平行に連続して配置した構成が好ましい。
【００６１】
　しかしながら、図１１に示したようなインク供給口とグループ１０１Ｇの組を千鳥配置
にするヘッド基板では、図中の点線で示すように、２～３のグループ１０１Ｇと信号線１
０７とから囲まれる部分に空き領域が生じる。この空き領域は特に有効な使途がないため
無駄な領域となる。
【００６２】
　この実施例では、このような空き領域の効率的な利用を目的として、この空き領域にヘ
ッド基板の構成要素を配置するようなヘッド基板の新たなレイアウト構成を提案する。
【００６３】
　図４は記録ヘッド３に実装される、矩形形状のヘッド基板のレイアウト構成を示す図で
ある。
【００６４】
　図４において、既に、図６と図１１において説明したのと同じ構成要素には同じ参照番
号を付し、その説明は省略する。ここでは、図４に示すレイアウト構成に特徴的な構成に
ついてのみ説明する。
【００６５】
　図４に示す構成では、インク供給口１０２からヘッド基板の長辺に向かって（短辺方向
に沿って）、インク供給口１０２、グループ１０１Ｇ、信号線１０７の順で配される。
【００６６】
　図４と、従来例の図１０や比較例の図１１とを比較すると分かるように、この実施例で
は、従来のヘッド基板で空き領域として残されて場所に電源パッド（ＶＨ）１３０と、そ
の電源パッド（ＶＨ）に対応するグランドパッド（ＧＮＤ）１３１とを設けている。また
、従来は空き領域であった場所に設けられた電源パッド（ＶＨ）１３０とグランドパッド
（ＧＮＤ）１３１とからヒータアレイ、ドライバアレイなどを含む各グループ１０１に独
立に供給するための配線を設けている。この構成では、電源パッド（ＶＨ）１３０とグラ
ンドパッド（ＧＮＤ）１３１とから共通の２つの隣接するグループに配線が設けられてい
る。
【００６７】
　図４Ａはヒータアレイ、ドライバアレイなどを含むグループ１０１Ｇの詳細な構成を示
す等価回路図である。
【００６８】
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　図４Ａにおいて、ブロック選択信号と記録データ信号はヒータ選択回路として機能する
ＡＮＤ回路２０１へと入力される。これら２つの信号が共にアクティブとなった場合に、
ＡＮＤ回路２０１の出力がアクティブとなる。なお、この実施例におけるグループ１０１
内のヒータアレイ及びドライバアレイの回路構成は、図７に示した回路構成と同様のもの
とする。
【００６９】
　ＡＮＤ回路２０１の出力信号は、図７に示した電圧変換回路２０９によりその信号の電
圧振幅を、ＡＮＤ回路２０１の出力の電圧振幅（ＶＤＤ）よりも高い電圧（ＶＨＴＭ）に
変換される。変換された信号は、駆動素子として機能するドライバトランジスタ２０７の
ゲートに印加される。その結果、ゲートに電圧が印加されたドライバトランジスタ２０７
に接続されたヒータ２０６に電流が供給され、駆動される。ここで、ヒータ２０６の片方
の端子はヒータ電源パッド（ＶＨ）１３０から接続されるＶＨ電源ライン１４０が接続さ
れる。ドライバトランジスタ２０７のソース端子はグランドパッド（ＧＮＤ）１３１から
接続されるＧＮＤＨ電源ライン１４１に接続される。
【００７０】
　図４Ｂは図４の一部を拡大し、２つのグループ１０１Ｇ１、１０１Ｇ２とその周辺のよ
り具体的なレイアウトを示す図である。
【００７１】
　図中斜線で示した１４０、１４１がそれぞれヒータ電源パッド（ＶＨ）１３０、グラン
ドパッド（ＧＮＤ）１３１に接続された電源ラインである。これらの配線は、例えば、Ａ
ｌのような金属配線層で、ドライバトランジスタやヒータ選択回路の上層に形成される。
また、ブロック選択信号と記録データ信号はヒータ電源パッド（ＶＨ）１３０、グランド
パッド（ＧＮＤ）１３１の周囲を迂回するよう配線することで各ヒータセグメントに接続
される。
【００７２】
　従って、この実施例によれば、従来は千鳥配列によって生じた空き領域に電源パッド（
ＶＨ）とグランドパッド（ＧＮＤ）を配置でき、なおかつそこから図４Ｂに示すように隣
接するグループ１０１Ｇ１、１０１Ｇ２個別に配線を接続できる。これにより、配線長を
短くすることが可能になる。
【００７３】
　また、電源パッド（ＶＨ）とグランドパッド（ＧＮＤ）からの配線の接続形態は図４に
示す形態に限定される必要はない。例えば、図５に示すような接続形態をとっても同様の
効果を達成することができる。
【００７４】
　図５は記録ヘッド３に実装されるヘッド基板の別のレイアウト構成を示す図である。
【００７５】
　なお、図５においても、図６と図１１において説明したのと同じ構成要素には同じ参照
番号を付しているので、その説明は省略する。
【００７６】
　図５では隣接する２つのグループに対してＶＨおよびＧＮＤＨ配線を隣接する２つのグ
ループに対するＶＨおよびＧＮＤＨパッドからの配線長がほぼ均等になるように構成して
いる。図５のようなレイアウトを採用することにより隣接する２つのグループに対してＶ
ＨおよびＧＮＤＨパッドからの配線抵抗がほぼ均等になるようにできる。これにより、配
線長を短くすることができ、電力損失を低減することができる。さらにグループ間での配
線を均等にすることができるため、電力損失による影響を低減することができる。
【００７７】
　図５Ａは図５の一部を拡大し、３つのグループ１０１Ｇ１、１０１Ｇ２、１０１Ｇ３と
その周辺のより具体的なレイアウトを示す図である。なお、図５Ａにおいても、図４Ｂに
おいて説明したのと同じ構成要素には同じ参照番号を付しているので、その説明は省略す
る。
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【００７８】
　図５Ａにおいても、斜線で示した１４０、１４１がそれぞれヒータ電源パッド（ＶＨ）
１３０、グランドパッド（ＧＮＤ）１３１に接続された電源ラインである。これらの配線
は、例えば、Ａｌのような金属配線層で、スイッチング素子やヒータ選択回路の上層に形
成される。また、ブロック選択信号と記録データ信号はヒータ電源パッド（ＶＨ）１３０
、グランドパッド（ＧＮＤ）１３１の周囲を迂回するよう配線することで各ヒータセグメ
ントに接続される。
【００７９】
　さらに、図４～図５に示したレイアウト構成に貫通電極を用いると電源パッド（ＶＨ）
とグランドパッド（ＧＮＤ）に対する電気接続を基板の裏面から行なうことが可能となる
。このため、ヘッド基板全体としてレイアウト効率が更に高まり、ヘッド基板を小型化す
ることができる。
【００８０】
　図５Ｂは貫通電極を用いたヘッド基板のレイアウト構成を示す図である。
【００８１】
　図５Ｂに示すように、ヒータ２０６の片方の端子は貫通電極で形成されたヒータ電源パ
ッド（ＶＨ）１３０から接続されるＶＨ電源ライン１４０に接続される。一方、ドライバ
トランジスタ２０７のソース端子は貫通電極で形成されたグランドパッド（ＧＮＤ）１３
１から接続されるＧＮＤＨ電源ライン１４１に接続される。ここで、貫通電極とは基板を
貫通した穴を介して基板裏面へ電極を接続する電極をいう。
【００８２】
　図５Ｃは基板に貫通電極を用いて基板の裏面（反対側の面）へ配線を延長し、フレキシ
ブルケーブル基板などの外部配線と接続するための部材と接続するいわゆる裏面実装の形
態を示した断面図である。
【００８３】
　図５Ｃに示されるように、ヒータ電源パッド（ＶＨ）１３０には貫通電極５０１が接続
され、貫通電極５０１を介して基板１００の裏面に設けられた別のパッド５０２に接続さ
れている。パッド５０２にはバンプ５０３が設けられている。バンプ５０３を介して、フ
レキシブルケーブル５１０上に配された配線５０５とパッド５０２とが接続される。この
ようにして、貫通電極５０１を介して、ヒータ電源パッド（ＶＨ）１３０は外部配線であ
るフレキシブルケーブル基板５１０と接続される。なお、５０４は、基板１００とフレキ
シブルケーブル基板５１０との間に挿入された絶縁部材である。
【００８４】
　このような構成をとることにより電力供給配線を基板の裏面に接続しそのまま外部電極
へ接続することができるため配線抵抗をさらに低下させることが可能になり、本発明の効
果をさらに大きく発揮することができる。
【００８５】
　なお、空き領域には、ここで例示した電源パッドやグランドパッド以外に、ＶＨＴバッ
ファや電圧変換回路などを配置しても良い。
【００８６】
　ドライバトランジスタを駆動するための電圧を内部で発生する回路である変換電圧発生
部は、ＶＨＴバッファとそのバッファとなるトランジスタのゲート電圧を発生する分圧抵
抗部とから構成される。
【００８７】
　図５Ｄは千鳥配列によって生じた空き領域にＶＨＴバッファを配置した場合のレイアウ
トを示す図である。なお、既に説明した構成要素には同じ参照番号を付し、その説明は省
略し、図５Ｄに示すレイアウト構成に特徴的な構成についてのみ説明する。
【００８８】
　図５Ｄにおいて、１０９はＶＨＴバッファ、１１１は分圧抵抗部である。
【００８９】
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　この構成によれば、千鳥配列によって生じた空き領域部分にＶＨＴバッファ１０９を配
置して、隣接した２つのグループ１０１Ｇａとグループ１０１Ｇｂに一つのＶＨＴバッフ
ァから電圧を供給することが可能になる。
【００９０】
　図５Ｅは図５Ｄの変換電圧発生部とドライバアレイの部分をさらに詳細に説明する等価
回路図である。なお、これまでに説明した構成要素には同じ参照番号を付し、その説明と
記載の一部は省略する。
【００９１】
　この構成によれば、変換電圧発生部を分圧抵抗部１１１とＶＨＴバッファ１０９とに分
け、千鳥配置によって生じた空き領域にはＶＨＴバッファ回路部１０９を配置し隣接した
２つのグループにＶＨＴＭ電圧を供給する。
【００９２】
　図５Ｅに示すＶＨＴバッファ１０９はソースフォロワを用いた回路として動作する。Ｖ
ＨＴバッファ１０９は、バッファとなるｎＭＯＳトランジスタ２２２とソースフォロワの
負荷となる抵抗２２５とを含む。また、分圧抵抗部１１１は、ｎＭＯＳトランジスタ２２
２のゲート電圧を規定するための２つのは分圧抵抗２２１から成り立っている。なお、２
２３は変換電圧発生部においてＶＨＴＭ電源電圧のもととなるＶＨＴ電源ライン、２１１
はこれらの回路のＧＮＤ電位となるＶＳＳラインである。
【００９３】
　この回路構成における動作をさらに具体的に説明する。まず、分圧抵抗２２１によりｎ
ＭＯＳトランジスタ２２２のゲートに印加する電圧を所望の値に設定することで、ソース
フォロアの出力のＶＨＴＭ電圧を規定する。ＶＨＴＭ電圧はグループ１０１Ｇａ、１０１
Ｇｂへ供給される。
【００９４】
　グループ１０１Ｇａ、１０１Ｇｂ各部ではヒータ選択回路からの信号がＡＮＤ回路２０
１の信号出力パルスの振幅電圧ＶＤＤからドライバトランジスタのゲートを駆動するため
のＶＨＴＭ電圧へと電圧変換回路２０９により変換される。これにより、ドライバトラン
ジスタ２０７のゲートはＡＮＤ回路２０１の信号出力振幅より高い電圧で駆動されること
になる。これにより、ドライバトランジスタのＯＮ抵抗が下がり、ヒータの駆動エネルギ
ー効率が向上する。
【００９５】
　このような構成により、ＶＨＴバッファを基板の一ヶ所にまとめて配置して、そこから
配線によって各グループへ供給した場合に対して、配線抵抗による電圧降下の影響や、配
線中に飛び込むノイズなどの影響を低減できるといった効果が期待できる。
【００９６】
　なお、上述の説明ではヒータ及びドライバトランジスタを含むセグメントのグループを
全体で１６個としたがこれに限るものではなく、いかなる数においても本発明の効果は同
様に発揮される。
【００９７】
　なお、以上の実施例において、記録ヘッドから吐出される液滴はインクであるとして説
明し、さらにインクタンクに収容される液体はインクであるとして説明したが、その収容
物はインクに限定されるものではない。例えば、記録画像の定着性や耐水性を高めたり、
その画像品質を高めたりするために記録媒体に対して吐出される処理液のようなものがイ
ンクタンクに収容されていても良い。
【００９８】
　以上の実施例は、特にインクジェット記録方式の中でも、インク吐出のために熱エネル
ギーを発生する手段（例えば電気熱変換体等）を備え、その熱エネルギーによりインクの
状態変化を生起させる方式を用いて記録の高密度化、高精細化が達成できる。
【００９９】
　さらに加えて、本発明のインクジェット記録装置の形態としては、コンピュータ等の情
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報処理機器の画像出力装置として用いられるものの他、リーダ等と組合せた複写装置、さ
らには送受信機能を有するファクシミリ装置の形態を採るもの等であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】本発明の代表的な実施の形態であるインクジェット記録装置の構成の概要を示す
外観斜視図である。
【図２】記録装置の制御回路の構成を示すブロック図である。
【図３】インクタンクと記録ヘッドとが一体的に形成されたヘッドカートリッジＩＪＣの
構成を示す外観斜視図である。
【図３Ａ】記録ヘッド３をインク吐出面を示す平面図である。
【図４】本発明の実施例に従うヘッド基板のレイアウト構成を示す図である。
【図４Ａ】ヒータアレイ、ドライバアレイなどを含むグループ１０１Ｇの詳細な構成を示
す等価回路図である。
【図４Ｂ】図４の一部を拡大し、２つのグループ１０１Ｇ１、１０１Ｇ２とその周辺のよ
り具体的なレイアウトを示す図である。
【図５】本発明の実施例に従うヘッド基板の別のレイアウト構成を示す図である。
【図５Ａ】図５の一部を拡大し、３つのグループ１０１Ｇ１、１０１Ｇ２、１０１Ｇ３と
その周辺のより具体的なレイアウトを示す図である。
【図５Ｂ】貫通電極を用いたヘッド基板のレイアウト構成を示す図である。
【図５Ｃ】基板に貫通電極を用いた裏面実装の形態を示した断面図である。
【図５Ｄ】千鳥配列によって生じた空き領域にＶＨＴバッファを配置した場合のレイアウ
トを示す図である。
【図５Ｅ】図５Ｄの変換電圧発生部とドライバアレイの部分をさらに詳細に説明する等価
回路図である。
【図６】従来例に従うヘッド基板のレイアウト構成を示す図である。
【図７】図６に示したヘッド基板に実装されるインクを吐出するためのヒータを駆動する
ヒータ＆ドライバアレイ１０２の１セグメント分の等価回路を示す図である。
【図８】記録データを一時的に格納するシフトレジスタ１０３とラッチ回路１０４の１ビ
ット分に相当する回路の等価回路図である。
【図９】シフトレジスタ５０３に記録データを入力しヒータ２０６に電流を供給して駆動
するまでの一連の動作を説明するためのタイミングチャートである。
【図１０】図６に示したヘッド基板の中の電力供給配線の接続を示す図である。
【図１１】参考例としてのヘッド基板の他のレイアウト構成を示す図である。
【符号の説明】
【０１０１】
１　インクジェット記録装置
２　キャリッジ
３　記録ヘッド
１００　ヘッド基板
１０１　ドライバ＆ヒータアレイ
１０２　インク供給口
１０３　シフトレジスタ
６００　コントローラ
６０１　ＭＰＵ
６０２　ＲＯＭ
６０３　ＡＳＩＣ
６０４　ＲＡＭ
６０５　システムバス
６１０　ホスト装置
６１１　インタフェース
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